
开发日程
 1Gb／2Gb／4Gb／8Gb／16Gb／32Gb／64 Gb／128 Gb 原SLC NAND ：现

在开始量产

 1Gb／2Gb／4Gb／8Gb  BENAND：现已开始量产

 1Gb／2Gb／4Gb  串行接口NAND：现已开始量产

 采用领先的24nm工艺技术

 广泛的产品品类，包括3.3V／1.8V， 并行接口IO×8／×16，温度-40~85℃，

封装：TSOP48，BGA63，BGA67，WSON8

 封装BGA67（6.5mm×8mm），WSON8（6mm×8mm）属于市场上可用的

最小封装

 提供高可靠性和高质量产品

 提供长期量产支持

 提供全球客户技术支持团队

 提供软件驱动支持团队

 SLC NAND可实现比NOR闪存更低的位成本

 提供广泛的产品品类，以满足客户不同的应用要求

 同时提供并行接口／串行接口产品，帮助客户提高灵活性

 提供内置ECC SLC NAND，消除了主控芯片对于ECC支持的要求

 提供长期量产支持

技术／特点

 新的智能嵌入式系统要求更高密度的SLC NAND，而不是较小密度的NOR闪存

 在2012引入了BENANDTM内置ECC SLC NAND存储器

 在2015年引入了串行接口NAND闪存
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SLC NAND／BENANDTM／串行接口NAND解决方案
高可靠性SLC NAND闪存解决方案

SLC NAND闪存的特点是具有更高的写入周期耐用性、更快的读取／程序访问速度和更高的可靠性。
东芝存储器株式会社提供广泛的SLC NAND闪存产品，可以支持各种客户需求。
所有产品都体现了东芝存储器的先进技术，将满足市场对于高可靠性存储器的要求。

客户价值定位 市场趋势


	幻灯片编号 1

